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ISO 9001

ISO 14001

이노비즈(INNOBIZ) 확인서

소재·부품·장비 전문기업 확인서

국방벤처 협약기업 확인서

뿌리기술 전문기업 확인서

특허 - 등록 27건(해외 2건), 출원 37건

실용신안 - 해외 1건

상표출원 - 국내 5건 해외 1건

디자인 - 국내 4건

저작권 - 5건

설계 해석 3D프린팅

Device Design
Reverse Engineering

DfAM

구조해석
최적화 검증
시뮬레이션

3D프린팅 Service
금속 부품 생산
시제품 제작

History ��

Certificate ��
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3D프린팅은 비싸다?

설계 기술 DfAM 통해 저비용 가능 
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기존 제조방식

설계

모델링

DfAM

구조해석

실시간 검증이 불가능해 오류가 많고

설계&해석에 많은 시간과 비용 소요

설계, 해석 별도 진행

설계

모델링

DfAM

구조해석

실시간 검증으로 오류 낮추고

설계&해석의 시간과 비용을 절감

설계+해석 동시 진행
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Device Design ����

Reverse Engineering ���

CAE

MSC Apex   ¬®¦®¢�§¥¯®��®�¥¨¦
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VARIOUS APPLICATION FIELD
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